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罗杰斯的技术服务工程师会根据特定的设计协助决定采用合适的阻流图形。

注意事项：

图形转印：

可以用干膜，或者传统的含浸、喷涂或印刷等工艺的液态感光膜。

DES制程：

显影段、褪膜段和蚀刻段所用的药水与FR4板材兼容。对于薄的芯板，过水平蚀刻线可能需要引导板，过垂直蚀刻拉线则

需要边框或支撑架来固定。根据后续工艺制程的需求，有陶瓷填充的板材将需要更充分的清洗和烘烤。

氧化处理：

CLTE系列覆铜板能兼容大部分氧化处理和还原性氧化处理工艺，最好根据粘结片供应商的推荐去选择。对于高腐蚀性、高

温制程，如传统的或简化的黑化工艺，内层芯板需要彻底清洗和烘烤。

在氧化处理和烘烤后加工压合定位孔，可以优化层与层之间的对准度。



至少

内层蚀刻后的芯板停留了几天或是经过机械加工后裸露的介质，这些处理方法可以用来改善其介质面的润湿性，等离子处理

方法是首选。其建议的条件及参数已经提供在本加工指南PTH处理部分。
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对于相类似的板厚，钻刀直径小于
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0.025inch，参考下表中的参数，钻刀的寿命可以做到500到600之间。对于板厚超过0.030 inch的多层板，建议采用分

步钻孔。

疏松堆积在孔中的碎屑可以使用清洁的方法清除，如高压气枪吹/或高压水冲洗。





如果生产板在Plasma前经过了高压水洗处理，那么这些板在Plasma处理之前必须增加烘烤至少1小时，温度在110°C 到

125°C (230 to 260°F)之间。
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